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Abstract (en)
[origin: WO2020030658A1] The invention relates to a distribution device (10) for distributing liquid, paste-like or viscous adhesives on plates,
particularly the bonding sides of plates, preferably tiles, particularly preferably tiles of varying size, said device comprising a base element (11)
and two guide elements (13), particularly lateral guide elements (13), for guiding the plates. According to the invention, the distribution device (10)
comprises a distribution element (12) for distributing the adhesive on the plate. The distribution element (12) is connected or can be connected
particularly directly or indirectly to the base element (11). The distribution device (10) particularly comprises a receiving region (14), a guide region
(15) and a removal region (16) for receiving, guiding and removing the plates.

Abstract (de)
Verteilvorrichtung (10) zum Verteilen von flüssigen, pastösen oder zähflüssigen Klebstoffen auf Platten, insbesondere Klebseiten von Platten,
bevorzugt Fliesen, insbesondere bevorzugt Fliesen von verschiedener Grösse, umfassend ein Basiselement (11) und zwei Führungselemente (13),
insbesondere seitliche Führungselemente (13), zur Führung der Platten. Die Verteilvorrichtung (10) umfasst ein Verteilelement (12) zum Verteilen
des Klebstoffes auf der Platte. Das Verteilelement (12) ist insbesondere direkt oder indirekt mit dem Basiselement (11) verbunden oder verbindbar.
Die Verteilvorrichtung (10) umfasst insbesondere einen Aufnahmebereich (14), einen Führungsbereich (15) und einen Entnahmebereich (16) zur
Aufnahme, Führung und Entnahme der Platten.
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